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MEMS、光电 MEMS 和生物 MEMS 等领域有望走出成熟企业，此外
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2）目前国内产业发展驱动条件良好，包括政策、需求、产业支

持和技术迭代等多方合力，但国内竞争仍集中在中低端产品领
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3）基于新材料的 MEMS器件，如 PZT、氧化锆、氧化铝、氧化钒
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6、风险提示 

MEMS 技术发展不及预期，应用推广不及预期，系统性风险。 
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1. MEMS 传感器正在逐渐取代传统机械传感器 

工业智能传感器指在工业互联网领域应用的智能传感器，是设备、装备和系

统感知外部环境信息的主要数据来源，也是智能制造、机器人、工业互联网发展

的重要支撑，在工业电子、消费电子、汽车电子和医疗电子方面广泛应用。 

工业智能传感器一般包括传感单元、计算单元和接口单元，受物联网、5G 等

技术推进影响，其主要需求逐渐向小型化、网络化、数字化、低功耗、高灵敏度

和低成本等方向演进。 

MEMS 技术的出现极大满足市场对小体积、高性能的要求，正在逐渐取代传统

机械传感器。与传统传感器相比，基于 MEMS 工艺的传感器具有体积小、重量轻、

成本低、功耗低、可靠性高、是与批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。 

MEMS传感器以微电子和微机械加工技术制造，一般由MEMS芯片和与之配套的

ASIC 芯片构成，其将电子系统与周围环境有机结合，微传感器接受动、光、热、

声、磁等外界信号，并将其转化成电子系统能够识别、处理的电信号，部分 MEMS

器件可通过微执行器实现对外部介质的操作功能。 

 图 1 MEMS 传感器工作原理 

  

 
 资料来源：赛迪顾问《工业智能传感器白皮书》，华西证券研究所整理 
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2.受益 5G、物联网、新能源汽车等产业加速兴起，MEMS 市

场空间持续增长 

尽管 19 年疫情蔓延对行业增速造成影响，但 2020 年下半年起，MEMS 传感器

市场开始复苏。根据 IC Insights 《O-S-D(光电，传感器，和分立器件)Report 

2021》报告，2020 年半导体传感器/执行器市场规模达到 164 亿美元，其中约 83%

采用 MEMS技术，全球出货量达到 309亿颗，约有 55%采用 MEMS技术。根据其最新

市场预测，2020-2025 年基于 MEMS 技术的传感器和执行器市场规模预计将以 CAGR 

11.8%增长至 241 亿美元，出货量将以 CAGR 13.4%增长至 321 亿颗。 

 图 2 全球 MEMS 传感器和执行器市场预测 

  

 
 资料来源：IC Insights，华西证券研究所整理 

之前受益于消费电子等产量稳定增长，加速度计、陀螺仪和微型麦克风等

MEMS产品的需求不断增长，使得中国已经成为全球MEMS市场中发展最快的地区。

2019 年中国市场在疫情影响下仍然保持增长，根据《2020 年中国 MEMS 制造白皮

书》数据，2019 年中国整体 MEMS 市场规模达到 597.8 亿元，同比增长 18.3%。 

图 3  2016-2022 年中国 MEMS 市场情况（亿元） 

 

 图 4  2017-2022 年中国 MEMS 市场结构及预测 

 

 

 

 

资料来源：赛迪顾问（2020.10），华西证券研究所整理  资料来源：赛迪顾问（2020.10），华西证券研究所 

MEMS 传感器主要应用领域包括汽车、工业、航空航天、消费电子、生物医疗、

物联网等领域，根据《2020 年中国 MEMS 制造白皮书》，得益于物联网市场不断发

展，2019 年网络通信仍是 MEMS 最大市场，占比 31.34%。在产品结构中，得益于 



 

 

证券研究报告|行业点评报告 
 

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明  
5 

 

 

5G产业迅速发展，射频 MEMS产品占比最大，达到 25.9%。，预计伴随国内 5G及物

联网市场的高速发展， 2020-2022 年中国 MEMS市场仍将加速增长。 

 表 1 MEMS 传感器主要应用领域  

  应用领域 相关产品 

汽车 压力传感器、加速度计、陀螺仪、流量传感器 

工业 加速度计、陀螺仪、惯性测量组合 

航空航天 压力传感器、加速度计、陀螺仪、化学传感器 

消费电子 加速度计、陀螺仪、硅麦克风、RF射频模块、MEMS显示器 

生物医疗 压力传感器、生物传感器、微流体传感器、继承加速度传感器 

物联网 压力传感器、温度传感器、湿度传感器 
 

 资料来源：华西证券研究所整理 

2021 年 1 月 29 日，国家工信部发布《基础电子元器件产业发展行动计划

(2021—2023 年)》，从发展方向、实现路径、推广市场以及配套方面，对基础电

子元器件产业提出了规划。具体来看，强调在新能源汽车和智能网联汽车市场重

点推动车规级传感器、电容器、电阻器、频率元器件、连接器与线缆组件、微特

电机、控制继电器、新型化学和物理电池等电子元器件应用。预计伴随汽车电子

应用兴起，MEMS 车规级传感器等市场规模有望加速释放。 

图 5  2019 年中国 MEMS 市场应用结构 

 

 图 6  2019 年中国 MEMS 市场产品结构 

 

 

 

 
资料来源：赛迪顾问（2020.10），华西证券研究所整理  资料来源：赛迪顾问（2020.10），华西证券研究所 

3.产业链呈现微笑曲线，制造产业有望率先实现国别转移，

定制化特性推动国内细分领域加速国产替代 

MEMS 产业价值链主要包括三个环节，主要包括芯片设计、芯片制造和封装测

试三大部分，此外还形成生产 MEMS 制造原材料、封装材料等支撑行业。其中芯片

设计主要负责对产品功用、性能及结构进行研发设计，产业链价值约 35-45%；芯

片制造一般采用自行或委托代工厂进行工艺开发和产品制作，产业链价值约 20-

25%；下游封装测试价值约 35-40%。 

目前全球MEMS龙头主要以IDM垂直整合制造为主，即涵盖IC设计、IC制造、

封装测试等各个环节，甚至延伸到下游终端集成，其利用内部资源整合优势，从

MEMS 设计到制造所需时间较短，并大部分拥有自己的知识产权，技术开发能力较

强，具有技术领先优势。目前全球 MEMS 龙头主要包括意法半导体、德州仪器、博

世、博通和 Qorvo、楼氏电子等，其主要在消费电子和汽车电子两大领域。 
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 表 2 全球 MEMS 龙头企业深耕消费电子和汽车电子两大市场  

  全球 MEMS龙头 主要应用领域 

意法半导体 专注光学和生物 MEMS技术应用 

德州仪器 主要集中在消费电子领域 

博世 汽车和消费电子 MEMS龙头 

博通和 Qorvo 受益于射频市场的爆发 

楼氏电子 声学 MEMS龙头 
 

 资料来源：华西证券研究所整理 

目前国内大部分 MEMS 厂家以设计为主，没有自主制造基地，而代工厂缺乏设

计能力，整体产业链分散。伴随国内半导体制造工艺逐渐升级，加之本地化服务

与成本优势，且 MEMS 体量较小，更加适合代工模式，因此 MEMS 制造环节向中国

转移趋势明显，根据赛迪顾问 2021 年 1 月最新数据，中国 MEMS 产线类型以 6 寸

为主，占比超过 45%，6/8 寸兼容占比 22%，8 寸占比 22%。在此基础上，我们认

为未来在细分应用领域包括 MEMS+AI、射频 MEMS、光电 MEMS 和生物 MEMS 等领域

有望走出成熟企业，此外先进封装层面，3D 晶圆级封装技术突破也将带来新的行

业机遇。 

4.投资机会逻辑 

1）5G、物联网、智能汽车等技术市场拉动下，国内 MEMS 产业市场有望迎来

新一轮高速发展； 

2）目前国内产业发展驱动条件良好，包括政策、需求、产业支持和技术迭代

等多方合力，但国内竞争仍集中在中低端产品领域，高端产品仍被海外大厂垄断。

不过考虑 MEMS 定制化特性，中国企业有望利用现有的产业优势，依靠代工制造特

征，迅速成长一批具备本地化和成本优势的深耕细分领域的企业。在 3D 晶圆级封

装技术突破基础上，实现 MEMS 和 ASIC 整合，打通完整感知端应用，从而实现在

包括 MEMS+AI、射频 MEMS、光电 MEMS 和生物 MEMS 等细分领域的纵向延伸； 

3）基于新材料的MEMS器件，如PZT、氧化锆、氧化铝、氧化钒等新材料的突

破，有望快速应用取代部分传统硅基产品，大幅提高其产品性能，降低成本； 

4）多种传感器融合的统一模组，再通过集成微控制器、微处理器等芯片的传

感器集成技术有望成为新一轮升级窗口。 

相关上市公司包括国内 MEMS 代工厂商赛威电子、耐威科技；封测厂商长电科

技；IDM 厂商士兰微、西人马；应用领域包括歌尔股份（声学）、苏奥传感（汽车

电子）、汉威电子（物联网）、中航电测（特种）等。 

5.近期通信板块观点及推荐逻辑 

5.1.整体行业观点 

1） 我们持续重点推荐 IT 主设备、网络安全、通信+新能源、车联网应用、

军工通信等高成长性板块。 

2）本周重点推荐低估值个股：紫光股份（运营商及海外市场扩张，数通设备

龙头）（华西通信&计算机联合覆盖）、中天科技（海缆业务加速成长）、威胜信息、

黑牡丹、TCL 科技（面板产能增速全球第一））（华西通信&电子联合覆盖）、七一

二、光环新网、金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）、航天信息（华西通信&计算

机联合覆盖）、平治信息、中兴通讯（份额提升格局改善）、海格通信等公司。 
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5.2.中长期产业相关受益公司 

1）设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达、紫光股份、星网锐捷等； 

2）军工通信：新雷能、七一二、上海瀚迅、海格通信等； 

3）光通信：中天科技、亨通光电、中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技

等； 

4）卫星互联网：雷科防务、震有科技、康拓红外等； 

5）5G 应用层面：高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、

天源迪科等； 

6）其他低估值标的：平治信息、航天信息等。 

6.风险提示 

MEMS 技术发展不及预期，应用推广不及预期，系统性风险。 
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回避 分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10% 

华西证券研究所： 

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5层 

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html 
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华西证券免责声明 
 

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公
司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司

客户。 
本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，

但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅
于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本

公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持
在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关

注相应更新或修改。 
在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何

人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因
素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投

资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀

请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分
享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公

司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。 

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务

请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发
行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问

或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告
所提到的公司的董事。 

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复
制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西

证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 
 


